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摘要(译)

利用温度感测来识别或评估解剖体或结构的医疗装置包括细长管状构
件，至少一个电极，热传感器和温度响应评估系统或部件。至少一个电
极可以连接到细长管状构件的远侧部分，并且一个或多个电极可以配置
成向解剖学主体或结构的一部分提供能量或热量。热传感器可以配置成
测量解剖体或结构的一部分（例如，组织或血池）的热响应。温度响应
评估系统或组件可以耦合到热传感器。在实施例中，该装置可包括内腔
和端口开口，其可容纳工具，例如针。还公开了使用温度感测来识别解
剖体或结构的方法。
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